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(57) Anotace:

Platova ¢ipova karta je opatfena ¢ipovym mo-
dulem /1/, pfipojenym k plastovému jadru
/2/ prostfednictvim alespont jednoho pfi-
davného otvoru /9/, provedeného v substratu
/7/ ¢ipového modulu /1/ a situovaného
mimo zapouzdieni ¢ipu /10/ a ukladaci otvor
/12/, s vyuzitim alesponi jednoho prfidavného
kontaktu /14/, adekvatné uloZeného na
plastovém jadru /2/. Plastova karta se vyrobi
slaminovanim, poté co se vmontuje pfislusné
upraveny substrat /7/ do &ipového modulu
/1/, pfipadné se pripaji anténa, uloZi se &ipo-
vy modul /1/ a pfipadné anténa a pfipaji se
pridavné kontakty /14/.
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Vynadlez se tyka plastové &ipové karty kontaktni’ pepoy; €g
kombinované, opat¥ené jednim &ipovym modulem, a zpisobu jeji

e
vyroby . ; 0130d 1
' 1 4

g “hni £ 51 F ‘;)‘
Dosavadni stav techniky . : .
V soulasné dobé& se bézné vyrabl a pouzivaji v Zetmgeh™

oborech, napfiklad jako kreditni karty, ¢&ipové permanentni
jizdenky, firemni propustky atd. plastové karty, které jsou
opatfeny jednim nebo dvéma &ipovymi moduly. Podle pouzité
elektronické asti v kartd a z toho vyplyvajici moznosti
jejich  pouZiti jsou to plastové  karty kontaktni,
pezkontaktni a kombinované. '

~ Vsechny Zipové karty sestdvaji =z alespoil jednoho
plastového jadra, bpacféného pfipadné na povrchu povrchovymi
f6liemi a =z &ipového modulu. Cipovy modul sestava ze
- zapouzdfeného <&ipu, nosnéno substratu, elektricky vodivée
povrchové félie  vytvarejicl kontaktovaci plochy a ze
spojovacich kontaktl. Substrac je ve formé pruzneno plosnéno
spoje, Jje uloZen pod elektricky vodivou povrchovou £61i1
a je opat¥en spojovacimi otvory. Pomoci spojovacich otvoru
jsou vytvoreny kontaktovaci plodky na -elektricky vodivé
povrchové folii. Prostfednictvim spojovacich otvoru je
umozndno propcjeni kontaktovacich ploSek, umisténych na
jedné stran& substratu s &ipem, umist&nym na druhé strané
substratu. Propojeni je realizovano pomoci kontakci,
zpravidla provedenych ve form& kontaktovacich dracku.
Bezkontaktni &ipové karty obsahuji navic anténu, ktera je
ptipojena na kontaktovaci plosky a pridavné kontakty,
rozmiscéné na plastovém jadru. Anténa pyva ve forme CIVKy
nebo plodného spoje, kdy je tisténa na povrchovée plose

- plastového jadra, nebo leptana do povrchové vodivé vrstvy,




umistdné na ploSe plastového jadra, nebo je ve formé alespor
jednoho vodivého vldkna, vinutého Ci jinak upraveného do
‘pottebného tvaru. Podklad byva vytvoten z plastového jadra.
Stavajici kombinované &ipové karty obsahuji stejné prvky,
jako Dbezkontaktni karty a zprav1dla obsahuji také druhy
¢ipovy modul. Oba ¢&ipové moduly “Ssgh pék nezavisle,
neschopné spolu komunikovat.

Zpiisob vyroby &ipovych karet je odlidny podle druhu
karty, ridi se =zejména zpusobem montéazZe Cipového modulu.

U kontaktni Eipdvé karty se <ipovy modul uklédé do
kapsy, odpovidajici jeho tvaru, vytvofené v karté predem za
GCelem jeho wuloZeni. Tato kapsa se vyrdbi bud vyfrézovanim
do laminované karty, nebo se pouzije vstf¥ikovani plastu za
horka do vhodné formy tvaru karty, kde tvar kapsy je vymezen
tvarem formy. Cipovy modul se poté do karty montuje lepenim,
s vyuzitim kapalného lepidla, vétsinou na bazi
kyanoakrylatu, nebo se montuje lepenim s pouZitim adhezivni
£6lie za horka a pod tlakem. Adhezivni fdlie sevv-potfebném
tvaru vkldda mezi spodni stranu Cipoveho modulu a adekvatni
plochu kapsy. Frézovani kapes je manipula&né relativn&

naro&né, odlévani do forem vyzaduje specidlni vyrobn
za

[

¥izeni a presne tvarované formy.

U bezkontaktnich &ipovych karet, kde k prenosu energie
a informace slou?i anténa, se nejprve tato anténa spoji
s &¢ipovym modulem. SpeC1alne k tomu upraveny ¢ipovy modul se
jeho kontaktovacimi plodkami propoji s anténou bud
pripadjenim, zpravidla na dvou kontaktnich mistech, nebo
pt¥ilepenim vodivym lepidlem. Tato konstrukéni skupina se pak
ulo?i na vhodné plastové 3jadro, které je opatteno ukladacim
otvorem pro'zapouzdfen? ¥ip &ipovéno modulu a 1 s nim se
vliozi a poté vlaminuje mezi povrchové fdélie, pfipadné se
soutasné vlaminuji i daldi vrstvy plastovych Jjader.
Laminovani probihd jako dnes JjiZz béZna operace lisovani
s pusobenim tlaku a tepla. Nakonec je celd elektronické gast
utopena v materidlu karty, neni vibec viditelnd a pfistup
k ni je pouze prostfednictvim elektromagnetického pole.

U kombinovanych ¢ipovych karet se pouzZiva pro




- pezkontaktni fast-vySe uvedeny posStup a__pro kontaktni &ast

se jiny, nezavisly &ipovy modul vlepi jednim, nebo druhym uZ
popsanym postupem. Vysledna karta obsahuje dva nezavislé
¢ipové moduly, mneschopné spolu komunikovat bez asistence
vnéjsi elektronické jednotky, umoZiiujici soulasné kontaktni
i bezkontaktni komunikaci. | '

. Nejmodern&jsi kombinované <&ipové karty se vyrab&ji s
pouzitim jednocho ¢ipového modulu pro kontaktni i
bezkontaktni &ast karty a je pro né& charakteristické, ze
dipovy modul ma substrat zhotoveny jako dvoustranny plosny
spoj s prokovenymi Otvory. Tj. kontaktovaci plosky jsou
vytvoteny na dvou vrstvdch elektricky vodivé fdélie Cipoveého
modulu, 3jedné =ze strany ¢&ipu, druhé na opalné strane
substratu. |

Podle vétdiny uvedenych metod je nutno vyrabét plastové
karty postupem karta =za kartou. To znamena, -ze vyrobni
za¥izeni provadi danou operaci jenom na jedné, nejvySe dvou
kartdch soulasnd. Proto je vyrobni kapacita velice nizké& a
da se zvy$ovat pouze paralelnim fazenim kliéovych vyrobnich

jednotek. To je ekonomicky, prostorovée i manipulaéné

Vi Se uvedené nedostatky odstrafiuje teSeni podle
vynélezd, kde je navrZena plastova Cipova karta kontaktni
nebo kombinovand s p¥ipdjenym Cipovym modulem. Tato karta,
stejné jako sctavajici &ipové karty, sestava z gipového
modulu, horni a dolni povrchové £dlie, alespon jednchno
plastového jadra s nutnymi kontakty a pripadné antény, kde
plastové jadro je opatfeno jednak ukladacim otvorem pro
zapouzdfehy ¢ip, jednak na povrchu alespon jednim p¥idavnym
kontaktem, a cipovy modul obsahuje substrat, opatfeny
spojovacimi. otvory pro spojeni kontaktovaci plosky tohoto

zipového modulu s kontakty Cipu, priéemz spojovaci otvory
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x ukladacimu otvoru plastového Jjadra a Jjsou s Cipem
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goleéné zapouzdrfeny. Podstata vynalezu spoliva v tom, Ze




substrat &ipového modulu je opatten alespofi jednim pfidavnym
otvorem, Gsticim mimo  ukléadaci otvor plastového jadra
a zapouzdfeni ¢&ipu, a to na pfidavny kontakt adekvatné
umist&ny na plastovém jadru, prigemZz tento pridavny otvor
_obsahuje vodivy, péajkou vytvoreny SpO] me21 kontaktovaci
plogkou &ipového modulu a pridavnym kontaktem na plastb&eﬁ“
jaddru. VSechny kontaktovaci plo§ky Jjsou pfitom vytvoreny
jedinou vrstvou elektricky vodivé félie. Tim je dosazZeno
toho, Ze &ipovy modul je pevné pfrichycen k plastovému jadru
spojem vytvofenym pdjkou, Dbez nutnosti pouziti lepidla.
Navriené teSeni podle vyndlezu zajigtuje plnou funk&nost
¢ipové kontaktni i kombinované karty p¥i jednom Cipovém
modulu, s pouze jedinou vrstvou elektricky vodivé fdlie
a umcffiuje podstatné zjednoduSeni vyrobniho procesu, coZ se
naslednd projevi moZnosti podstatného zvy8eni produktivity
" vvroby.
Plastova <¢ipova karta kontaktni nebo kombinovana
s pripajenym <C&ipovym modulem podle vynalezu se vyrabi
postupem, _ kdy = se podobné jako u dosavadnlbo postupu
. pouzivaného pro vyrobu bezkontaktnich c1povych kare;, c1povv’
modul, ulozi na plastové jadro tak, aby zapouzd¥eny Cip
zapadl do ukladaciho otvoru, pripadné se opatfi anténou,
o¥ilec#i se pripadna dalsi plastovd jadra, horni povrchova
£6lie opat¥end pfipadné otvorem pro ¢ipovy modul a dolni
povrchova félie, nalez se uvedené vrstvy slaminuji a potée se
vyropek opracuje bé&inym zpusobem do jeho kone&né& podoby.
Zcela nové je do postupu zatazeno, Ze pfed montazi & ipoveho
modulu, nejlépe jiZ p¥i jeho vyrob&, se jeho substrat opatfri
alespofi jednim p¥idavnym otvorem, situovanym tak, aby po
ulozeni ¢&ipového modulu “Gstil tento pridavny otvor vné
bzapouzdfeni ¢ipu, zatimco plastové jadro se opatti alespon
jednim adekvatné uloZenym pridavnym kontaktem a po uloZeni
¢ipového modulu na plastové jadro se pripaji adekvatné
umistény pridavny kontakt ke kontaktovaci ploéée ¢ipového
modulu tak, aby spoj pfridavného kontaktu a kontaktovacil
plodky byl uloZen v pridavném otvoru.

Navrzend karta a zpusob jeji vyroby Jjscu vhodné




k vyuZziti pro vyrobu jak kontaktnich, tak i kombinovanych

plastovych <&ipovych karet. zpisob podle vynalezu umoziiuje
podstatné zvySeni vyrobni produkti&ity a ekonomické
efektivnosti vyroby. Odpada nutnost frézovani kapsy pro
ulozeni ¢ipovéhc modulu. Je mOZno vyrdbé&t na jednom platu
soudasné 1 né&kolik desitek rozpracovanych karet, kde je
hlavni vyhodou, Ze operace tisku i montédZe karet miZe
probihat na platech s n&kolika desitkami karet najednou.
Zarovei navrieny postup umoZiuje vyrobu kombinovanych karet
opatfenych pouze jednim modulem, kterého soulasné vyuziva

jak kontaktni, tak i pezkontaktni podsystém téchto karet.

p¥ehled obrazkd na vykresech

Vynalez je bliZe objasnén s pomoci vykreslt, kde obr.1l
znadzoriiuje podstatu vynalezu na detailu p¥i¢ného fezu
ptikladnou plastovou kontaktni ¢&ipovou kartou, zhotovenou

postupem podle vyndlezu a obr.2 zndzorfiuje pohled shora na
7 Eipovou kartu s ptripajenym &¢ipovym modulem.

priklady provedeni vynalezu

pr¥ikladnym provedenim vyndlezu je kontaktni <ipova
plastova karta, na ni? je podstata vynalezu nazorné
pfedvedena s pomoci detailu, zndzorndného v pricném fezu na
obr.1l.

Tato plastova karta ma gipovy modul 1, ulozeny na
plascovem jadru 2, které je na horni strané opat¥eno horni
povrchovou £o6lii 3 a na spodni strané opatreno dolni
povrchovou £61ii 4. Horni povrchova fdélie 3 je na povrchu
potifténd a ma Vv misté pro pristup k Zipovému modulu 1
wy¥izouty p¥istupovy otvor 5. Cipovy modul 1 je v karté
uloZen tak, e nahofe se mnachazi jeho jedina elektricky
vodiva £élie vytvarejici kontaktovaci plogky 6. Pod ni je
8, ale

subscrat 7, opatfeny nejen . spojovacimi OTVOry

-~ 1 pPidavaymi stvery 2. pridavny otvor 9 musi Dbyt alespon




jeden, ale v tomto konkrétnim pripad& byla karta vyhodné
opat¥ena né&kolika, a to Sesti pridavnymi otvory 9 (na
obrézku je zndzorn&n jen jeden z nich, v detailu) . Spojovaci
otvory 8 umoéﬁuji propojeni kontaktovaci plosky & .a Cipu

10, a to s pomoc1 kontaktu ve form& kontaktovaciho dratku

11. Sp030vac1 otvory jsou spolecne S c1pém 10 zapouzdreny
plastovym pouzdrem. Toto zapouzd¥eni 12 je tvorfeno zalévaci
plastovou hmotou. Zapouzdf¥eny ¢&ip 10 =zapada do ukladaciho
otvoru 13 v plastovém jadru 2. Kazdy pridavny otvor 2 je
situovan tak, %e Gsti mimo ukladaci otvor 13 a zapouzdreni
12 ¢ipu 10, a to na adekvatné situovany pridavny kontakt .
14, »ktef? je za tim G&elem umistén na povrchu plaDCO'é

jadra 2. Pridavny otvor 9 je vyplnen pa]kou, ktera vytva

spoj 15 kontaktovaci  plogky 6  <ipového' modulu 1
a pfisiusného pridavného  kontaktu  1l4. Vedkeré prvky
Sestavaji 2z  materiald béZnych ‘v daném - oboru ke stejnym

‘3¢elim. Naptiklad plastové jadro 2 a povrchové. fdlie 3.4

karty jsou provedeny z b&iné plastické hmoty PVC, lze vSak
oouzxc 1 da151 bezne hmoty, jako ABC, PET, PC nsbo PI, atd.
Karta byla zhotovena postupem podle vynélezu. Substrdt

.7 &¢ipového modulu

1, ktery Jje ve formé& jednostranného
plo&ného spoje s vytvarovanymi vnéisimi kontakty pro vneéjsi
kontaktovaci systém (na obrazku nejsou zndzornény, nebot se
net?kaji podstaty tedeni), byl jiZ pfi Jeho vyrobé opatren
'jak spojovacimi otvory 8, které jsou situovany pobliZ stredu

substratu 7, tak i daldimi, p¥idavnymi otvory 2, situovanymi

pobliz okraje substrdtu 7. Na substratu 7 byl zkompletovan
a béznym zpusobem vyroben ¢ipovy modul 1. Oboji otvory 8
1 9 byly zhotoveny tak, aby v hotovém éipovém modulu vedly
skrze substrat 7 k elektricky vodivé £4611ii, vytvarejici
kontaktovaci plofku 6. Pro montdz ¢ipového modulu 1 do
pléscové karty bylo soulasné pfipraveno plasctové jadro 2.
Jako plastové jadro byl pouZit pruiny plodny spoj, opatieny
ukladacim otvorem 13, rozméroveé shodny s budouci plastovou
kartou. PF¥iprava spodivala v opatfeni povrchu tohoto
plas:dvého jddra 2 pridavnymi kontakty 14 s povrchovou

“gpravou vhodnou pro péajeni. Tyto pridavné kontakty 14 byly

e s e e e e e e S i b it




zhotoveny postupem béZnym pro opracovani plosSnych spoju- -

Cipovym modulem 1.

a byly situovény tak, aby po sesazeni odpovidaly poloham

pridavnych otvord 9, pripravenych v substratu 7. Cipovy
modul 1 byl poté uloZen na plastové jadro 2 a pfripdjen
k nému pomoci pajky a p¥idavnych otvori 9. Poté byly
pfiloZeny horni a dolni povrchové félie 3,4 a karta byla
slaminovana. Kontaktovaci ploska 6 ¢ipového modulu 1 byla
elektricky  pristupna pro vnéjsi kontaktovaci systém
a priblizné splyvala s .rovinou povrchu karty. Nakonec byla
karta opracovéna'béinym zpUsobem, cozZz v tomto konkrétnim
pfipadé znamend, 2Ze byla vyseknuta 2z matefského platu,
obsahujiciho dals8i, soulasné vyrobené a v fadach umisténé
karty. '

Jak Je patrné na obr.2, tato karta se z wvnégjsiho

pohledu nijak neli8i od béZnych plastovych karet, opatfenych

4

P¥iklad 2
Jinym prikladnym provedenim vyndlezu je plastova-Cipova
karta kombinovand, s pripéjenym dipovym modulem a zhotovenéa
postupem podle vyndlezu. ' '
"+~ Tato karta se od pf¥edchozi 1i$i pouze tim, Ze obsahuje
na povrchu plastového jadra anténu, ulozZenou bézZnym zplisobem
jak Jje obvyklé u kombinovanych karet, tj. ‘pfipojenou na
2, spojené pajenym

pfidavné kontakty 14 plastového jadra

spojem 9 s kontaktovacimi ploskami 6 Zipového modulu 1.

Tato jednotka pak byla celd vmontovana do karty' stejnym

~postupem, jako je uvedeno vysSe. Karta plni vS8echny funkce

kombinované plastové &ipové karty, pfidem? obsahuje pouze

jeden ¢ipovy modul 1.
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PATENTOUVE NAROKY

1. Plastova &ipovad karta s ptripé&jenym Cipovym modulem,
kterd sestdva z J&ipového modulu, -horni a -dolni plastové
Kpovrchove f6lie, alesponl jednoho plastového jadra a nutnych
kontaktl, £a2 piéétove 'jadro 5éviopatreno jednak'ﬁkladac1m
otvorem pro =zapouzdfeny ¢ip, Jjednak na povrchu alesponl
jednim p¥idavnym kontaktem, a kde Cipovy modul je sestavou
¢ipu, vodivé folie, substratu a kontakcl, pricemZ substrat
ipového modulu je opat¥en spojovacimi otvory pro spojeni
kontaktovaci plosSky tohoto éipového modulu s kontakty ¢&ipu,
kde tyto spojovaci otvory usti k uklédacimu otvoru
plastového jadra a jSOU s Cipem spoleéﬁé zapouzdfeny;
vyznadujici se tim,.ze substrat /7/ ¢&ipového modulu /1/ je
opatfen alespornl Jjednim pridavnym otvorem /9/, Gsticim
z jedné strany ke kontakcovacl plosce /&/ jediné VESTVY
elekcricky vodivé félie &ipového wmodulu ze sctrany ¢ipu /10/

& z druhé strany mimo uklddaci otvor /13/ plastovéhc jadra
/27 a ~apouzdren1 /12/ c1pu /10/, a to na pfidavny kontakt
“-14},-vytvoreny a adekvatnéd uloZeny na plastovém jadru /2/,
px 1¢amz tento prldavny otvor /9/ je opatfen pajkovym spojem
/1 spojujicim kontaktovaci plosku /6/ Cipového modulu /1

a pfidavny kontakt /14/.

2. Plastova <¢ipova karca s pfipajenym éipovym modulem

podle naroku 1, vyznadujici se tim, Ze jeji plastové jadr

O

/2/ je opattfeno anténou.

3. Zpdsob vyroby plastové Cipové karty s pripajenym
¢ipovym modulem podle narcku 1 a 2,v kdy se élpovy modul
ulozi na plastové jadro tak, aby zépouzdfeny ¢ip zapadl_do
‘ukladaciho otvoru, priloZi se p¥ipadnd dalsi plastova jadra,
norni povrchovd £foélie opatfend otvorem pro ¢ipovy modul
a dolni poVrchové félie, nacez se uvedené vrstvy slaminuji
a poté se vyrobek opracuje béZnym zp&sobem do jeho konelné
podoby, vyznaé’jici se tim, Ze pred montazi &ipového modulu

/17 se jeho substrat /7/ opatti alespel jednim pridavnym
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otvorem /9/, situovanym tak, aby po uloZeni &ipového modulu

/1/ Gstil tento ptidavny otvor /9/ vné&. zapouzd¥eni /12/ Cipu
/10/, zatimco plastové jaddro /2/ se opatfil alesponl jednim
adekvacné umist&nym p¥idavnym kontaktem /14/ a po ulozZeni
gipovéno modulu /1/ na plastové jédro /2/ se  p¥ipajl
adekvatn® ulofeny ptridavny kontakt /14/ ke kontaktovaci
plodce /6/ &ipového modulu /1/ prosttednictvim p¥idavného

otvoru /9/.

4. Zpasob vyroby plastové Cipové Kkarty s pfipajenym
¢ipovym modulem podle naroku 3, vyznadujici se tim, Ze
plastové jadro /2/ se pred slaminovanim karty opat¥fi

anténou.

”




_.if i w
N {
U i

,
N .
~ . :
ﬂ/ - f 3
N | |
BN

0BR. 1

(8! «m ?: m:_ ﬁm::%

A
7///// Z -

VAY «




JISE€ P 7277 -9

OBR.2

23




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

